
ハイブリッドＩＣモジュール（ＨＩＣ）ハイブリッドＩＣモジュール（ＨＩＣ）ハイブリッドＩＣモジュール（ＨＩＣ）ハイブリッドＩＣモジュール（ＨＩＣ）

回路ブロックをモジュール化して、機能する一つのデバイス

。とした複合回路部品です

モジュール化のメリットモジュール化のメリットモジュール化のメリットモジュール化のメリット

◎小スペース化 ◎実装コストの削減 ◎設計変更

◎機密回路のブラックボックス化 ◎部品管理の合理化

用途用途用途用途

◎制御機器 ◎工作機械 ◎医療機器（ハンディタイプ）

◎産業機械（各種コントローラ回路） ◎センサー回路

◎アミューズメント機器 ◎ＬＥＤ照明機器 ◎各種家電

厚膜印刷技術によるＨＩＣモジュール

特徴：熱伝導性に優れたアルミナ基板上に銀電極を高温焼結させて回路を形成します。

抵抗体は金属皮膜抵抗を印刷して、レーザートリミングしますので、自由設計、自由配置が可能です。

耐熱性、耐候性、熱伝導の利点を生かして、ＬＥＤ照明基板などに使用されています。
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FUKUSHIMA FUTABA ELECTRIC CO.,LTD.

導体印刷、抵抗（カーボン）印刷で回路形

成が可能です

特徴 ： 特殊用途　曲面基板など

熱伝導率　２０Ｗ／(ｍ･ｋ)

特徴：耐熱性　印刷抵抗　トリミング 特徴 ： 多層基板　高密度設計

ＦＲ－４　ＳＥＭ３　　　厚み：0.4～1.6ｔアルミナ基板（９６％）　厚み：0.6ｔ　0.8ｔ

熱伝導率　0.5～1.0Ｗ／(ｍ･ｋ)

ハイブリッドハイブリッドハイブリッドハイブリッド ＩＩＩＩ ＣＣＣＣ モジュールモジュールモジュールモジュール

基基基基 板板板板 材材材材 料料料料

セラミックベース基板セラミックベース基板セラミックベース基板セラミックベース基板 ガラスエポキシ基板（多層基板）ガラスエポキシ基板（多層基板）ガラスエポキシ基板（多層基板）ガラスエポキシ基板（多層基板） フレキ基板（フレキ基板（フレキ基板（フレキ基板（FPC) ガラス基板ガラス基板ガラス基板ガラス基板

導体

印刷抵抗

特　　　　性

鉛入ハンダ対応可

既存製品からの製品復元も可能ですので

ご相談ください。

導体抵抗値　 Ag-Pd系　20mΩ／□

(膜厚12μm)  Ag-Pt系　 6mΩ／□

リフロー

後付部品（コテ付）

フローハンダ

アルミナ基板（Ａｌ２Ｏ３  ９６％）

　基板厚　　0.6t 　0.8t

スルーホール加工　型抜加工可能

熱伝導率　２０Ｗ／(ｍ･ｋ)

標準リード： 鉄材（錫メッキ）鉛フリー

                リン青銅（錫メッキ）鉛フリー

レーザーマーキング

スタンプ方式　（銀色）

抵抗素子（厚膜印刷）

各種　チップ部品　コネクタ　ＩＣ

銀・パラジウム系(Ag-Pd)

銀・白金系(Ag-Pt）

酸化ルテニウム抵抗体

カーボン抵抗体 (トリマー用）

　鉛フリーはんだ

　　共晶鉛入りはんだも対応します。

鉛フリーハンダ ： Sn-Ag(3.5%)

抵抗値　　５Ω～１０ＭΩ

　　　　　　TCR　±100ppm/℃

抵抗トリミング精度：±０．５％

ファンクショントリミング、レシオトリミング

電圧トリミング

使用温度範囲　：－５５℃～＋１５０℃

シリアルナンバーでロット管理が

管理出来ます。

製　品　仕　様

セラミック基板を使用した耐熱性に優れた高信頼性モジュール

セラミックシートサイズ　100x120 (mm)

　　レーザースクライブで

　　自由な寸法に加工出来ます

お客様の指定回路で設計します

エポキシ変性フェノール樹脂

　　粉体（パウダー）塗装　黒色　94V-0

　　液体ディップ塗装　黒色　94V-0

リードピッチ　1.27  1.8  2.0  2.5  2.54

リード形状　SIP　DIP

実装部品

製品サイズ

回 路

回

路

構

成

モ

ジ

ュ

|

ル

化

リード 端子

外 装

捺 印

導体 抵抗

接続ハンダ

製品仕様製品仕様製品仕様製品仕様 （セラミック基板）（セラミック基板）（セラミック基板）（セラミック基板）

基板材料



【ＳＩＰ】 【ＤＩＰ】
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01 導体印刷

導体印刷
アルミナ基板

導体ペースト

印刷機

乾燥・焼成 乾燥炉　焼成炉

製 造 工 程 表　【セラミックＨＩＣ】製 造 工 程 表　【セラミックＨＩＣ】製 造 工 程 表　【セラミックＨＩＣ】製 造 工 程 表　【セラミックＨＩＣ】

No. 製 造 工 程 作　業 材　料 設備・治具類

03

ガラスコート

印刷

ガラス印刷

ガラスペースト

印刷機

乾燥･焼成 乾燥炉　焼成炉

02 抵抗印刷

抵抗印刷 

抵抗ペースト

印刷機

乾燥・焼成 乾燥炉　焼成炉

04 基板検査 印刷検査 －－－ 拡大鏡　THﾁｪｯｶｰ

05 トリミング

抵抗値調整

レーザートリミング

－－－

トリミング機

電源・デジボル

拡大鏡

リードフレーム 挿入機

半田付け 溶融ハンダ

搭載検査 拡大鏡　検査装置

07

ファンクション

　トリミング

機能トリミング －－－

トリミング機

電源・デジボル

拡大鏡

06 部品実装

ハンダ印刷 はんだ

マウンター

リフロー炉

フローハンダ槽

ハンダコテ

部品搭載　リフロー

電子部品

コネクタ

ケーブル

フロー

コテ付け

－－－

10 塗装

液体塗装　パウダー塗装　
変性フェノール

エポキシ樹脂

塗装機

塗装硬化 オーブン

ハンダ槽

洗浄 洗浄剤 洗浄機

09 ハンダ検査

ハンダ検査 －－－

拡大鏡

ハンダ検査（品証抜取）

08

リード挿入

　はんだ付

基板分割 －－－ 基板分割機

リード挿入

11 捺印

レーザー捺印

インク転写捺印

－－－

レーザーマーカー

インク捺印機

12 外観検査 外観検査 －－－ 拡大鏡

14 特性検査

特性検査

特性検査機　測定器

出荷検査（品証抜取）

－－－

13 リード加工

リードカット

フォーミング

リードカッター

フォーミング機

－－－

15 出荷

包装 包装材

－－－照合検査 －－－

出荷 －－－
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